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La invención se refiere a un elemento fotosensible 
que comprende un substrato inorgánico hidrófilo y una fo to - 
laca o fotorreserva dispuesta sobre ó l.

Las fotolacas no se adhieren fácilmente a los subs­
tratos inorgánicos h idrófilos, por ejemplo vidrio, s ilica ­
tos y los diversos compuestos de óxido de s i l ic io ,  por ejem­
plo SiO, SiO .2

Se ha intentado evitar e l inconveniente antes mencio
nado llevando a una forma hidrófoba por lo menos una parto
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del substrato sobre e l que se dispone la  fotolaca. Con e l
substrato SiO esto es posible mediante un tratamiento tér - 2
mico por encima de 2003C. Msto no tiene éxito, por ejemplo; 
cuando el substrato es vidrio o un óxido de s ilic io  impuri­
ficado con fósforo. 3n tales casos, e l substrato se puede 
hacer hidrófobo disponiendo sobre ál una capa adherente de, 
por ejemplo, un compuesto de silano (Photoresist Seminan. 
Proo. (Actas del Seminario sobre fotorreserva) 1968, vol.
II , pág. 30). Los compuestos de silano usados son, por ejen 
pío, dimetildiclorosilano, feniltriclorosilano y fenildimo- 
tilclorosilan o. La disposición de tales compuestos de s i­
lano se efectúa usualmente mediante la  fase gaseosa, en la 
que se introduce el vapor de silano mediante un gas propul­
sor seco, por ejemplo nitrógeno, a un espacio seco de trata­
miento en e l que está situado e l substrato a tratar.

Aunque este procedimiento da buenos resultados, t ie  
ne e l inconveniente de ser bastante laborioso y caro. Además 
de.los compuestos de silano, también se pueden usar metales 
y óxidos metálicos en capas adherentes para fotolacas. Son 
ejemplos de ellos las capas metálicas, depositadas por va-
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por o pulverización iónica, de por ejemplo bismuto, cromo, 
oro o platino, y las capas de TiOg depositadas por vapor. 
Los inconvenientes de tales capas adherentes dispuestas so­
bre substratos inorgánicos hidrófilos son las grandes inver 
siones, largos tiempos do tratamiento y una diferencia de 
índice de refracción entre las capas adherentes y la fo to -
laca presente sobre ellas, lo que puede originar reflex io­
nes indoseadas.
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Se ha sugerido además en la manufactura do scmico::- 
ductoros I.B.M. Techn. Discl. Bull. (Boletín de información 
técnica I.B.M.) vol 9y na 8, enero 1967) el disponer en una 
capa de SiO  ̂ que aísla al material semiconductor subyacen­
te una capa adherente de polivinilformamida, y disponer la 
fotolaca sobre ella . Sin embargo, la capa adherente es so­
luble o es atacada por diversos disolventes orgánicos, de 
manera que .la elección de fotolacas utilizables está res­
tringida. Las fotolacas que trabajan en positivo, por ejem 
pío, no serán útiles generalmente.

Los solicitantes han desarrollado ahora un elemen­
to fotosensible de la clase mencionada en el preámbulo, que 
no presenta los inconvenientes antes mencionados. Más en 
particular, e l elemento fotosensible según la invención 
está caracterizado porque el substrato está provisto, en su 
superficie, de una capa adherente de resina epoxídica endu­
recida sobre la  que se dispone la fotolaca.

La capa de resina epoxídica endurecida se adhiere 
con particular facilidad al substrato h idrófilo . Además, 
y esto es de importancia esencial para una evaluación co­
rrecta de la presente invención, dicha capa muestra gran 
número de características favorables y propiedades ventajo-
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sas que se considera que son de importancia esencial para 

la  aplicación práctica. Dichas características favorables 
son:
1*- La resina epoxídica se puede disponer en capas muy 

delgadas que muestran pocas variaciones de espesor, y 
que se pueden endurecer suficientemente a temperaturas 
menores que 16030.

2 . -  La capa endurecida no es atacada por los constituyen­
tes da la  fotolaca, tales como diluyentos, disolven­
tes y constituyentes sólidos.

3 . -  La resina confiere una adherencia buena a la fotolaca. 
4*** La capa de resina epoxídica no produce variaciones en

las propiedades de la  fotolaca.
5 . ** La capa epoxídica no es atacada por la  luz de láser

300 -  400 n.m. I = 150 mj /cm^ en 10  ̂ seg .).
6 . -  La capa de resina epoxídica.puede soportar fluidos al

calinos.
7 . -  La calidad de la capa de resina epoxídica es reprodu-

cib le .

8 . -  El procedimiento no es perjudicial para e l ambiento.
Se ha de observar que se conoce por sí mismo, por 

las solicitudes de patente holandesa 6.404.170 y 6.502.012, 
publicadas, para mejorar la adherencia de, por ejemplo, ca 
pas fotopolimerizables sobre un substrato, e l empapar la 
capa fotopolimerizable proporcionada con una solución de 
una resina epoxídica con endurecedor. Este tratamiento 
posterior hace que la capa fotopolimerizable se hinche, 
como resultado de lo cual, en opinión de la  solicitante, 
se origina una situación oscura. Además, este método cono­

cido no se puede usar con fotolacas positivas que se con-

4 16037
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vierten en compuestos solubles bajo influencia de la  luz. 
Además, dichas memorias descriptivas de patente no mencio­
nan una capa intermedia que perfecciona la adhesión.

La capa adherente de resina epoxídica endurecida 
presente en e l elemento fotosensible según la invención se 
puede obtener de manera usual, disponiendo una laca de re­
sina epoxídica, consistente en una mezcla de una resina 
epoxídica y un sistemo, endurecedor de la resina epoxídica, 
posiblemente diluida con un disolvente, como capa delgada 
sobro el substrato, y haciendo luego que e l conjunto endu­
rezca. se ha de entender que en una resina epoxídica se 
incluye un poli(óter g lic id ílico ) de un compuesto polihidro 
x íl ic o . La resina epoxídica disponible en e l comercio se 
ha obtenido,-por ejemplo, haciendo reaccionar epiclorhidri 
na con difenilol-2,2-propano (bisfenol-A) en presencia de 
un hidróxido alcalino. Alternativamente, se pueden prepa­
rar resinas epoxidicas útiles haciendo reaccionar otros com 
puestos polüaidroxílicos, tales como Novolacs, resoles y 
compuestos polihidroxílicos a lifá ticos , con epiclorhidrina 
u otros compuestos que contienen grupos epoxídicos.

La resina epoxídica se puede endurecer a temperatu­
ra ambiente o temperatura elevada, usando sistemas endure­
ced ores conocidos que contienen sustancias que, por molécu­
la , contienen al menos dos grupos que son reactivos respec­
to a los grupos epoxídicos de la molécula de resina. Son 
ejemplos do tales sustancias las.poliaminas alifáticas y 
aromáticas, anhídridos de ácido y compuestos aromáticos que 
tienen dos o más grupos hidroxilo unidos fenólicamente . 
Además de estas sustancias, e l sistema endurecedor puede 

comprender también un llamado acelerador, es decir, un cata
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lizador que acelere la reacción de endurecimiento, por ejec

5

pío hexametilén-ietrsamina^ Según la  invención, se consigue! 
resultados particularmente buenos s i se usa como sistema 
endurecedor para la resina epoxídica un agente que contie­
ne un compuesto fenólico y dimetilen-tetrametilen-tetraami-
na*

10

15

20

25

Este agente endurecedor es conocido por sí mismo 
por la  memoria descriptiva de la patente holandesa 145.576, 
a nombro do la  solicitante. Se ha de entender que un com­
puesto fenólico es un compuesto aromático mono- o polinu­
clear que contiene al menos un grupo epoxídico unido fenó- 
licamente, así como al monos una posición orto o para, res 
pecto al grupo hidroxilo, que está ocupada por un sustitu­
yante distinto del hidrógeno. Son ejemplos de compuestos 
fenólicos e l fenol, los homólogos del fenol y el bisfenol-A.

Este sistema endurecedor es.fácilmente soluble en 
buena cantidad de disolventes orgánicos, talos como hidro­
carburos a lifáticos y aromáticos, alcoholes y esteres, y 
además muestra baja volatilidad. En estas bases, e l siste 
ma endurecedor se puede tratar junto con la  resina epoxídi 
ca, a soluciones que tienen una viscosidad y volatilidad 
ajustadas; de manera que el producto se puede disponer so­
bre un substrato hidrófilo mediante un llamado procedimien­
to de rotación. La posibilidad de usar un procedimiento de 
rotación, también conocido como procedimiento de centrifu­
gación, en el que una solución diluida del material a dispo ­
ner se vierte sobre un substrato rotatorio, y luego es des­
pedido le jos  en su mayor parte, por una velocido,d aumentada 
de rotación, donde una capa muy delgada de la  solución per­
manece sobre el substrato, presenta ventajas prácticas y30
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técnicas significativas. En particular, son de esencial 
importancia la buena reproducibilidad del procedimiento de 
rotación, y las calidades de la capa dispuesta mediante di 
cho procedimiento, en lo que respecta al espesor de la ca­
pa, uniforme y ajustable. Tras disponer la capa de resine 
epoxídica con sistema endurecedor, e l disolvente se evapo­
ra al aire y también tiene lugar e l endurecimiento. El en­
durecimiento se acelera usualmonto sometiendo el substrato, 
con la  capo, de resina dispuesta sobre e l, a temperaturas 
más altas, de como máximo 16020. La duración del tratamien­
to térmico, incluyendo calentamiento y enfriamiento, es al 
menos 30 minutos y como máximo unas pocas horas. Sobre la 
capa de resina epoxídica endurecida, cuyo espesor de capa 
es por lo  general 0,1 -  0 ,5^  * se dispone luego una solu­
ción de la  fotolaca, preferiblemente también mediante e l 
procedimiento de centrifugación. Son ejemplos de fotolacas 
adecuadas aquellas que están basadas en sustancias fotosen 
sibles del tipo de la O-naftoquinonadiamida, sobre todo las 
fotolacas positivas de que se dispone en el comercio, cono­
cidas como Shipley. Tras secar la  fotolaca, por ejemplo er 
un horno a 2520, se obtiene una capa de laca con espesor 
de aproximadamente 0,1 ^lm.

El elemento fotosensible según la invención es par­
ticularmente adecuado para uso en la manufactura de porta­
dores de registro para almacenar información con una densi­
dad muy grande, por ejemplo para almacenar información vid eje 
(de imagen).

La invención se refiere también a un método para la 
antes mencionada manufactura de portadores de registro, en 
el que un elemento fotosensible que o'omprende un portador
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en forma de disco, que consiste al menos por un lado en 
material inorgánico hidrófilo que está provisto de una fo -  
tolaca, se expone intermitentemente, durante tiempos varia­
bles, por e l lado de la fotolaca, de acuerdo con la  infor­
mación a tratar, tras lo cual la fotolaca se revela y se 
forma una pista de información.

Tal método se expone en la solicitud de patente 
holandesa n9 7.212.04-5, publicada, a nombre de la  so lic i­
tante. Un este método se usa un elemento fotosensible que 
consiste en una placa de vidrio en forma de disco, que est¿ 
provista por un lado de una capa básica depositada por va­
por, de SiO^, donde x es 1 o 2, una capa metálica muy del­
gada dispuesta sobre la  capa básica, mediante un procedi­
miento de pulverización iónica, y una capa de fotolaca dis 

: puesta sobre la capa metálica. Tras exponer la capa de fo ­
tolaca mediante un rayo láser, y revelar la fotolaca, la 
parte liberada de la capa metálica y las partes subyacen­
tes de la  capa básica se eliminan por ataque químico. De
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esta  manera se obtiene una p is ta  de información que co n sis ­

te  en c írc u lo s  concéntricos o está  en forma de e s p ir a l .

Tras elim inar la s  partes restan tes de la  capa metá­

l i c a  se obtiene una llamada "p laca  maestra" de l a  que, se­

gún métodos conocidos, se pueden hacer copias de reproduc­

cio n es, a vacos llamadas m atrices padre, que pueden se rv ir  

como troqueles para l a  compresión de portadores de r e g is tr e  

con sisten tes en resin a s in té t ic a . A t í t u lo  de ejem plo, pa­

ra  l a  manufactura de una m atriz padre se puede usar un meto 

do en e l  que primero se hace conductora la  "p laca  m aestra"

mediante una solución de p lata  amoniacal, y luego se forma
*

por galvanop lastia  una capa de níquel de espesor s u f ic ie n -
3 0
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te sobre la  capa de plata, tras lo cual la placa de vidrio 
con las partes de capa de SiÔ . presentes sobre e lla , se 
eliminan. Este método conocido tiene e l inconveniente de 
ser muy laborioso y consumir mucho tiempo, como resultado 
de lo  cual también aumenta la posibilidad de errores e 
inexactitudes. Además, los procedimientos usados en osto 
método non bastante caros. La laboriosidad dol método so 
exprosa aquí principalmente indicando que primero so ha do
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depositar una capa de SiO^, como vapor, sobre la placa de 
vidrio, tras lo cual se forma sobre e lla  por pulverización 
iónica una capa metálica, y luego se dispone una capa de 
fotolaca. Tras exponer y revelar la íotolaca, las partes 
de la  capa metálica y capa de SiO  ̂ presentes por debajo de 
la  fotolaca eliminada se han de volver a eliminar por ata­
que químico.

La invención se refiere a un método de la clase an­
tes mencionada, que no presenta los inconvenientes descri­
tos.
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Más en particular, la invención se refiere a un 
método para manufacturar un portador de registro adecuado 
para almacenar información con una densidad muy grande, 
donde un elemento fotosensible que comprende un portador 
en forma de disco, que consiste al menos por un lado en ma 
teria l inorgánico hidrófilo que está provisto de una fo to - 
laca, se expone intermitentemente durante tiempos variables, 
por e l lado de la fotolaca, de acuerdo con la información 
a tratar, tras lo cual la fotolaca se revela y se forma une 
pista de información, caracterizado porque la fotolaca está 
dispuesta sobre una capa adherente de resina epoxídica en­
durecida, que a su vez está dispuesta sobre el material

t

i
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 ̂ inorgánico h idrófilo.
La capa de resina epoxídica endurecida se puede 

obtener de la  misma manera, y también muestra las mismasi
características favorables, que ya se ha indicado antes en 

_ la  descripción del elemento fotosensible. En particular, 
las propiedades favorables de la resina epoxídica a l l í  in­
dicadas respecto a la  fotolaca, la  insensibilidad de la  re 
sina epoxídica respecto a la luz de láser con que por lo  
genera], se registra la información, así como la posibilidad 

 ̂ do disponer la  resina en capas muy delgadas, mediante un 
atractivo procedimiento "de rotación", tienen como resul­
tado que e l método según la  invención presente ventajas adá 
cionales sobre los métodos conocidos.

En una realización favorable del método según la 
_ invención, e l portador en forma de disco está formado por 

una placa de vidrio plana sobre la que se dispone directa­
mente la  capa adherente con fotolaca, consistente en resi­
na epoxídica endurecida.

Cuando se compara esta última realización con el 
método.antes mencionado es sorprendente que, además de la 
ventaja de la ausencia de una capa metálica delgada, ya no 
es necesario disponer una capa adherente de SiÔ . sobre la 
placa de vidrio. Se ha hallado que se consiguen buenos re­
sultados cuando la capa de resina epoxídica se dispone di­
rectamente sobre la placa de vidrio. La fotolaca usada en 
e l método según la invención puede ser tanto negativa, es 
decir, insoluble tras exposición, como positiva, o sea so­
luble tras exposición. Preferiblemente se usa una fotolaca 
positiva, por ejemplo la  fotorreserva positiva disponible 
en e l comercio conocida como Shipley AZ 1350. Las fotolacas3 0
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positivas presentan la ventaja áe que la  potencia resultan 
te es muy grande, lo  que tiene importancia para proporcio­
nar una pista de información muy fina.

Tras exponer la fotolaca mediante un rayo láser, 
según un método conocido, por ejemplo como so describe en 
la  antes moncionada solicitud de patente holandesa 7.212.045, 
las partes expuestas o no expuestas se separan tras revelar 
la laca, según el tipo do fotolaca. El resultado do este
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tratamiento es un portador de registro consistente en una 
capa plana adherente de resina epoxídica endurecida, que 
está provista de una capa de fotolaca en la que se forma la 
pista de información. Do esta placa maestra se hace una 
matriz padre, según un método especial según la presente 
invención, que se caracteriza porque la  pista de información 
obtenida en la capa de fotolaca se reviste primero de mane­
ra no e lectro lítica , y luego por galvanoplastia, con una ca­
pa metálica, tras lo cual el portador en forma de disco, 
consistente en material inorgánico h idrófilo junto con la 
resina epoxídica aún presente, y posiblemente la fotolaca, 
se eliminan por medio de un tratamiento mecánico.

Según el método de la presente invención no es nece 
sario, en contraste con los métodos conocidos, eliminar por 
ataque químico la capa o capas subyacentes bajo la capa de 
fotolaca. En relación con ésto se hace referencia de nuevo 
a la ya citada solicitud de patente holandesa 7.212.045f 
en la  que se describe que tras e l revelado de la capa de 
fotolaca se han de eliminar por ataque químico primero la  
capa metálica desprendida, y luego la  capa de SiO  ̂ subya­
cente, tras lo cual se proporciona a la  placa maestra re­
sultante, de manera no electrolítica  y luego e lectro lít ica -3 0
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mente, una capa metálica, en particular una capa 3e níquel. 
Según el método de la  presente invención se proporciona un 
capa metálica directamente sobre la  capa revelada de fo to - 
laca y las partes desprendidas de la  capa adherente. El prc 
porcionar una capa metálica, por ejemplo una capa de níquel 
se puede efectuar por sí mismo según el método usual, por 
ejemplo según los métodos descritos en la solicitud de pa­
tente holandesa antes mencionada. Como ejemplo de ta l meto 
do se puede mencionar el niquelado no e lectro lítico  median 
te una solución que contiene una sal de níquel, un formador 
de complejo por iones níquel y un hipofosfito o dimetilami- 
noborano como agente de reducción, seguido por niquelado 
e lectro lít ico  usando un baño de niquelar en e l que el níquel 
está presente en forma de un sulfato, sulfamato o fluobora- 
to .

La invención se describirá ahora en más detalle con 
referencia al dibujo y ejemplos, donde en e l dibujo:

La Figura 1 es una vista en sección recta de un 
elemento fotosensible según la invención,

La Figura 2 es una vista en sección recta de un por 
tador de registro, y

la Figura 3 muestra un portador de registro que es 
adecuado para uso como troquel.
EJEMPLOS :

la) Preparación de una laca de resina epoxídica

Se preparó una laca a partir de los siguientes com­
ponentes:

3 0
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Componente A
Resina epoxídica de difenilolpropano y 
epiclorhidrina
Dimet ilen-tetramet ilen-t etraamina 
disueltos en diacetona-alcohol 
y acotato do m otilglicol

Cantidad total
Componente B

20 g

0,84 g 
47,16 g

_____ a .

80 g

3 0

Bisfenol A : 14,4 g
Diacetona alcohol : 38.6 g

Cantidad total : 50 g
Para este fin , 8 partes en volumen de componente A 

se mezclaron con 1 parte en volumen de componente B, luego 
se homogeneizó la  totalidad, y se le dio el valor deseado 
para la  viscosidad por dilución con diacetona-alcohol. 31 
tiempo de endurecimiento de esta laca a 120 -  150SC es 30 
minutos a unas pocas horas, dependiendo de la temperatura 
de endurecimiento. A temperatura ambiente la  laca es esta­
ble muy largo tiempo, 
b) Manufactura de elemento fotosensible en forma de una nía--

ca maestra, y tratamiento posterior a placa padre.
Una placa 1 de vidrio pulimentado y pulido (Figura 

1 ), que tiene un diámetro de aproximadamente 35 cm y un es­
pesor de 6 mm, se limpia a fondo mediante una solución acuo­
sa de un material tensioactivo. La placa limpiada se lava 
cuidadosamente con agua y se pone en una mesa giratoria pa­
ra rotación a aproximadamente 1000 rpm, de manera que la  
placa de vidrio se seque. Tras detener la mesa giratoria, 
se vierte diacetona alcohol sobre la placa de vidrio, tras 

lo  cual la  placa se vuelve a secar por rotación a aproxima-
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dámente 1000 rpm. Durante la rotación se sigue vertiendo 
diacetona-alcohol sobre la placa durante algún tiempo.
Luego se f i ja  la  mesa giratoria a una velocidad de aproxi­
madamente 50 rpm, y se proporciona una resina epoxídica di­
luida como se ha descrito en a . 3n este caso se han d ilu i­
do 8 partes en peso de componente A y 1 parte en peso de 
componente B con 3 partes en volumen de diacetona alcohol. 
Esta solución de laca se dosifica a través do un f i lt r o  so­
bre la  placa de vidrio que gira lentamente, concretamente 
disponiendo desde e l borde exterior al centro una espiral 
de la  solución de laca, que tras flu ir  produce una capa ce­
rrada de laca sobre la  placa de vidrio. Fijando subsiguien­
temente la  mesa giratoria a aproximadamente 12 rpm, la  ma­
yor parte de la solución de laca es lanzada de la  placa.
Tras reposo de la mesa giratoria, la  placa de vidrio con la 
capa de resina epoxidica se pone en un horno, se calienta 
hasta 150SC, se mantiene a 150^0 durante algún tiempo, y 
luego se vuelve a enfriar hasta temperatura ambiente. La 
capa 2 endurecida de resina epoxídica obtenida de esta ma­
nera tiene un espesor de 0,28 jr 0,2 (̂¿m.

Una capa 3 de una fotolaca positiva (Figura 1), por 
ejemplo Shipley AZ 1350, de 0,12 ¿  0,01yKm, se dispone so­
bre dicha capá de resina epoxídica, de una manera que es 
idéntica a la  antes descrita disposición de la  capa de re­
sina epoxídica.

Se ha obtenido ahora un elemento fotosensible según 
se muestra en la  Figura 1.

Luego se expone la fotolaca mediante un láser (He-CU 
o Kr), según un método conocido, como se describe en la  so­

licitud  de patente holandesa 7.212.045* Bp este método, la.
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 ̂ información video es registrada por un láser en tiempo rea3 
mediante un modulador, un sistema de modulación de video y 
un sistema óptico. Luego se revela la placa durante 0,5 -  
2 minutos en un revelador alcalino, obteniéndose una, placa 

, maestra según se muestra en la Figura 2. Los números de 
referencia tienen los mismos significados que en la Figu­
ra 1.
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En la placa maestra se dispone, 'de manera no elec­
tro lít ica , una delgada capa conductora de níquel por inmer­
sión durante 1 minuto en un bailo líquido a 75^0, que con­
tiene por litro  30 g de NiSO *7H O, 30 g de ácido aminoacó-4 2
t ico  y 10 g de Nal-I PO *H 0. El plí del baño líquido se f i ja2 2 2
a un valor de 5, por adición de H SO ó HaOH.2 4

Tras la  inmersión, la  placa se lava cuidadosamente 
mediante un baño de rebose que tiene una temperatura in i­
c ia l del bailo de 45 3C. El enfriamiento en el baño de rebo­
se no debe ser demasiado abrupto, para evitar tensiones de 
encogimiento demasiado grandes en la  capa de níquel. La ca­
pa do níquel dispuesta tiene un espesor de aproximadamente 

o500 A, lo  que es suficiente para realizar un procedimiento 
e lectro lítico  con e l que el espesor de la capa de níquel se 
aumenta hasta aproximadamente 0,4 mm. Para este fin  se hac  ̂
girar la  placa (100 rpm) en un baño líquido de e lectró lisis  
que contiene por litro  440 g de sulfamato de níquel, 30 g 
de ácido bórico y 0,4 g de laurilsulfato sódico. La electro, 
l is is  se mantiene inicialmente muy baja, aproximadamente 
0,5 amp., y se aumenta gradualmente a 100 a 400 amp. Tan 
pronto como se ha alcanzado el espesor de 0,4 mm deseado pa
ra la  capa de níquel, la placa se retira de la solución de
e lectró lis is , se lava y se seca, tras lo  cual la placa de

3 0
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1 vid rio  con resina epoxidixa y restos de fotolaca se separa 

do la  capa de níquel. La separación se efectúa usualmente en 

la  fotolaca , lo  que s ig n ific a  que la  capa de níquel aún pue­

de contener algo de fotolaca que se elimina mediante un di­

solvente, por ejemplo m e til-iso b u til-c e to n a . La matriz padre 

resultante (4) se muestra en la  Figura 3 .

lO
REIVINDICACIONES
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Los puntos de invención propia y nueva que se 

presentan para que sean objeto de esta  so lic itu d  de Patente 

de Invención en España, por VEINTE años, son lo s  que se reco­

gen en las reivindicaciones sigu ien tes:

1 ^ .-  Hótodo para fabricar un portador de re­

g istro  para almacenar información con densidad muy grande, 

donde un elemento fotosensible que comprende un portador de 

registro  en forma de disco, que consiste a l menos por un lado 

e< 'a te r ia l inorgánico h id ró filo  que está  provisto de una fo - 

t- ca, se expone intermitentemente durante tiempos variables, 

por e l  lado de la  fotolaca , de acuerdo con la  información a 

tra ta r , tras lo  cual se revela la  fotolaca y se forma una p is  

ta  de información, caracterizado porque la  fotolaca está d is­

puesta sobre una capa adherente de resina epoxídica endureci­

da, que a su vez está dispuesta sobre e l  m aterial inorgánico
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1 h id r ó filo .
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2 9 .-  Método según la  reivindicación 13, carac­

terizado porque e l  portador 'en forma de disco esté  formado 

por una placa de v id rio  plana, sobre la  que se dispone d ircc - 

Lamcnte la  capa adheronte consistente en resina epoxídica en­

durecida con fo to loca .

3 3 .-  Método según la  reivindicación 13 o 23, 

caracterizado porque, tras revelado de la  fotolaca presente 

sobre la  capa de resina epoxídica, la  p ista  de información re 

sustente se rev iste  con una capa m etálica, primero de manera 

no e le c tr o lít ic a  y luego por galvanoplastia , tras lo  cual e l  

portador en forma de d isco , consistente en m aterial inorgáni­

co h id ró filo  junto con la  resina epoxídica aún presente, y 

posiblemente foto laca , se eliminan por tratamiento mecánico.

4 8 . -  Método para fabricar un portador de re­

g istro  para almacenar información con densidad muy grande.

Tal y como se ha descrito  en la  Memoria que

antecedo, representado en los dibujos que se acompañan y para 

lo s  fines que se han esp ecificad o.

20 Esta Memoria consta de d ie c is ie te  hojas

escrita s  a máquina por una sola cara.

MADRID, 2 3. ¡ Y. -7

25

30
CGD.
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